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１．適用範囲 この技術レポートは、ＥＩＡＪ ＥＤ－７３００（半導体パッケジの外形規格作成に

関する基本事項）でフォームＡとして分類されるパッケージのクワッドフラットＪリードパッケージ

（以下、ＱＦＪという。）の外形図及び寸法について規定する。 

 

２．用語の定義 ＥＩＡＪ ＥＤ－７３００によるほか、新規の用語については本文中の定義による。 

 

３．沿革 近年電子機器の小型化・高機能化の要求に対応してＬＳＩチップの高集積化と高速化が進

んでいる。これに加えて、パッケージ形態に対しても小型化、薄型化、多ピン化と共に高密度実装へ

の要求が高まってきている。こうした要求に応えるため、表面実装部品が急速に増加している。この

デザインガイドは使用頻度が高まってきたＱＦＪの外形寸法の標準化を図り、それらの互換性を確保

することを目的としている。 

 各寸法の規定に当たっては、設計標準値、すなわちデザインセンタの概念をできる限り示し、標準

化指標としての役割を高めることを目指し、ＪＥＤＥＣの規格を参考にして作成した。 

 

４．ＱＦＪの定義 プリント配線板の表面に実装できるように、パッケージ本体から四方向に形成さ

れたリードが引き出され、かつパッケージ本体の外側でプリント配線板との接合部のリードが内側に

向かってＪ形となっているパッケージ。また、ＱＦＪパッケージには正方形系列及び長方形系列があ

る。 

 

５．端子番号の付け方 ＥＩＡＪ ＥＤ－７３００の規定による。 

 

６．呼び寸法 この技術レポートでは、本体寸法を呼び寸法とし、正方形系列は、パッケージ幅（照

合文字：Ｅ）又はパッケージ長さ（照合文字：Ｄ）の寸法を呼び寸法とする。長方形系列は、パッケ

ージ幅×パッケージ長さ（照合文字：Ｅ×Ｄ）を呼び寸法とする。 
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1. SCOPE OF APPLICATION 
This technical report covers the requirements for the outline drawings and dimensions of the Quad 
Flat J-Lead Packages (hereinafter referred to as QFJs),among the packages classified as form A in the 
EIAJ ED-7300 [Recommended practice on standard for the preparation of outline drawings of 
semiconductor packages]. 
Note This technical report is revised edition of EIAJ ED-7407. 

 
2. TERMS 

The definition of the terms used in this technical report complies with the EIAJ ED-7300. The terms 
used in this standard and specified in the EIAJ ED-7300 comply with the definitions in this standard. 

 
3. BACKGROUND 

Cramming and speeding up of LSI chips are progressing all the way in correspondence to  the Recent 
demands of compactness and high performance of electronic equipment. Moreover, there is an 
increasing demands for high-density construction of the mounting device as well as the package shape 
to be compact, thin, with multi-terminal. The popularity of the surface mounting device is increasing 
rapidly to cope with the said demands. This design guideline is intended to standardize the outline 
dimensions of QFJs and ensure compatibility between products. This standard shows the standard 
design values on the concept of the design center as far as possible for standardization. In addition, 
efforts to assure as much coherence as possible to the JEDEC standards. 

 
4. DEFINITION OF QFJ PACKAGE 

A QFJ is defined a package with formed terminals which are led out of itself in four directions and are 
bent in a J-shape toward the inner direction in junctions outside the package body for mounting on 
PCB surface.  QFJ have square solid and rectangular solid.  

 
5. NUMBERING OF TERMINALS 

Numbering of Terminals complies with the EIAJ ED-7300. 

 
6. NOMINAL DIMENSIONS 

In square solid, the dimensions of Package body(Package length :D or Package width :E)are applied 
to Nominal dimensions. In rectangular solid, the dimensions of Package body(Package length :D and 
Package width :E)are applied to Nominal dimensions. 




